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为
一

家专注于智 能物流及仓储整

１体 解决方 案 的 总设计 、 总 集 成 、

总服务和总承包的国家级高新技术企业 ，

厚达智能科技致力于智 能物 流及仓储系

统 、 搬运机器人 （ＡＧＶ ） 、 智 慧 中 药煎

煮系统 、 云制造执行系统 （ Ｃ ２Ｍ Ｅ Ｓ
） 和

电力 计量智 能检定系统等产 品 的开发 、

设计 、 制造和 销售 ， 拥有稳定客户 资源

及 自 主实施的项 目 优势 ， 且在不 同行业

积累 了
一

定的技术优势和品牌优势 。

而 电子产 品是 以 电能为工作基础的

相关产 品 ， 在人们 的 日 常生活 中 随处可

见 ， 应用 也越来越广泛 ， 其生产具有品

规多 、 批次多等特点 ， 整个行业逐步 由

劳动力密集型 ， 向 高 自 动化水平和高灵

活性方向迈进 。

电子工厂生产流程

不 同 的 电子工厂 ， 其所生产 的产 品

千差万别 ， 采用 的生产流程也各不相同 。

考虑到 电子产 品 的特性 ， 其生产过程是

将元器件和零件组装成部件 ， 部件组装

成整 机 的 过程 。

一

般 电子工 厂会设 置

ＳＭＴ 线 、
Ｄ Ｉ Ｐ 线和装配线等生产线 。

ＳＭ Ｔ 生 产 线 ， 表 面 组 装 技 术

（
Ｓｕ ｒｆａｃ ｅＭ ｏ ｕ ｎ ｔＴｅｃ ｈｎ ｏ ｌｏ

ｇｙ简称 ＳＭＴ
） 是

由混合集成 电路技术发展而来的新
一

代

电子装联技术 ， 以采用 元器件表面贴装

技术和 回流焊接技术为特点 ， 成为 电子

产 品制造 中新
一

代的组装 技术 。 随着时

代发展 ， 电子产 品呈现 了小型化 、 多功

能化的趋势 ， 尤其是 以手机 、 平板 电脑

为代表的 消 费类 电子产 品的市场呈现爆

发式的增长 ， 进
一

步带动 了表面贴装元

器件的小型化和产品组装的高密度化 。

Ｄ Ｉ Ｐ 生产线 ， 在生产线上执行线路

板的插件工序 ， 可分为手动插件线和链

条 自动插件线 ， 以及单边 、 双边插件线 ，

与波峰焊接机联机使用 ， 组成
一

条 自 动

化插件焊接生产线 。 随着技术进步 ， 目

前 已有种类繁多 的 自 动插件机开始替代
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图 １ 某
一

典型电子工厂的生产布局图

人工插件 。

装配线 ， 该线上主要进行产 品组装 ，

包括线路板安装和外壳安装等 。

除 了上述生产外 ， 还有结构件生产 、

线路板生产等 ， 部分企业采用 外包的方

式 。 其实 ， 在上述主要生产流程之 外 ，

还包括原材料的存放 、 半成 品 的存放 、

成品的存放 ， 部分材料 、 器件的预加工 、

分拣 ， 以及各过程的抽检和检验等在 内

的很多辅助流程 。

厂区规划布局

以某一典型 电子工厂的生产布局为

例进行说明 ：

该工厂共 ３ 层 ， 其 中 原材料从
一楼

进人到 原材料库 中 ，
二楼设置预加工 区

域 ， 对部分元器件进行预成型 、 预组装

等过程 。 三楼为主要生产 区域 ， 分别设

置 ＳＭＴ 线 、
Ｄ Ｉ Ｐ 线和装配包装线 ， 然后

成品从三楼进人到 成 品库 中 ， 成品 发货

则设置在
一

楼 。

整个物流为 ： 供应商发货 ＞ －
■

楼

原材料库 ＞
二楼预加工 ＞ ＳＭＴ 线

＞Ｄ Ｉ Ｐ 线 ＞
装配线

一＞
成 品库一＞ 

一楼

出 库发货 。 整个生产流从
一楼到三楼 ，

再到
一

楼 ， 从左 向 右 ， 由原材料逐步转

换为成品 。

工厂仓储及物流规划

整个工厂的仓储及物流分为原材料

翻箱人库 、 预加工 、 分拣 、
ＳＭＴ 生产 、

Ｄ Ｉ Ｐ 生产 、 装配包装和 成品入库及发货

等七个大的流程 。 各个流程如下 ：

原材料翻箱人库 ： 该区域具有周转

箱来料入库 、 纸箱翻箱入库 、
ＳＭＤ 物料

翻箱入库 、
ＩＱＣ 、 原材料外协 出 库 、 空

箱返回供应商和异常排出等功能 。

预加工 ： 该区域包含预加 工元件 出

库 、
Ｄ Ｉ Ｐ 件整形 、

Ｐ Ｃ Ｂ 刻码 、 液晶背光

组装 以及液 晶背光模组特殊料箱的存放

及管理等 。

分拣 ： 分拣区域包含 Ｄ Ｉ Ｐ 物料分拣 、

装配线物料分拣 、 各生产线余料及异常

料处理 、 合箱操作等 。

ＳＭ Ｔ 生产 ：
ＳＭＤ 物料存放在 ＳＭ Ｄ

库 中 ， 包括来料人库 、 生产 出 库 、 余料

盘点 回库和 ＳＭＴ 板框人库等 。

Ｄ Ｉ Ｐ 生 产 ： 包 括 ＳＭ Ｔ 板 框 出 库 、

ＰＣ ＢＡ 箱入库 、
Ｄ Ｉ Ｐ 物料供送 、 余料及

异常料返回 ， 还包括空 Ｐ Ｃ ＢＡ 板箱的管

理 。

装 配 包 装 ： 该 区 域 包 括 生 产 的

Ｐ Ｃ ＢＡ 板供料 、 结构件供料 、 空箱及余

料返 回 、 总装检测 线 、 包装材料供送和

成品供送等 。

成品入库及发货 ： 该区域包括小包

装暂存 、 码垛 、 缠膜 、 打包 、 成品人库 ，

以及包装材料管理等功能 。

在进行物流设计时 ， 需要对各个流

程进行认真分析 ， 包括作业方式 、 信息

流程和对象流 向等 。

物流规划的注意点

物流载体 ： 在仓储物流规划 中 ， 应

首先 明确各个环节的物流载体 ， 若载体

品规过于繁多 ， 对后续设计仓储及物流

线带来很大 的 困难 。 在设计之初 ， 应与

工厂方就物料总类 、存储要求 、 存储形式 、

存储数量和输送节拍等进行分析 ， 确 定

输送载体 。

系统应尽可能用 统
一

的 输送载体 ，

若输送载体 由于生产工艺及器件差异等

原 因 不能统
一

的 ， 应尽可能将特殊载体

的循环控制在
一

个局部 区域 内 ， 避免与

其它载体产生交叉混用 。 如本例 中 ， 存

放 ＳＭＴ 生产的线路板釆用 ＳＭ Ｔ 框 ， 该

载体特殊 ， 将其 限定在 ＳＭ Ｔ 生产线及

Ｄ Ｉ Ｐ 生产线之 间进行流转 ， 而存放液 晶

背光模组的料箱 ， 则控制在 Ｄ Ｉ Ｐ 预成型

与 Ｄ Ｉ Ｐ 产线间流转 。

分拣 ： 在工厂生产 中 ， 分拣及其重

要 ， 是整厂物流的枢纽 ， 在进行该模块

的设计时 ， 要充分考虑各个生产环节对

分拣的需求 ， 包括分拣物料类型 、 节拍 、

分拣量等 。 同 时该区域还是处理余料及

异常料的场所 ， 要考虑各个产线的供料

及 回料路径 。 同 时 ， 分拣也是人工作业

最频繁的 区域 ， 要考虑货物 的快速流转

及配送 。

系统接 口 ： 由于工厂 内生产线种类

多 ， 不 同 生产 线通常 由 不 同 厂家提供 ，

因 此整厂的仓储物流就需要与各个不 同

厂家进行对接 。 对接分为硬件对接与软

件对接 ， 在进行系统设计时要充分考虑

各个系统接 口 ， 将各个厂家间 的工作界

面进行 明确划分 。 本例 中 ， 仓储物流系

统与各个厂家共有 ２ １ 个硬件接 口 ，
７ 个

软件接 口 。 对于硬件接 口
， 设计时 明确

对接位置 （ 以厂房某
一基准点为参考 ） 、

对接高度 、 对接截面等参数 ； 对于软件

接 口 ， 设计时明确接 口 形式 、 接 口 数据

格式和信息传递流程等 。 ｍ
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